
БЛОК-СХЕМА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОДНО И ДВУХСТОРОННИХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

Прорисовка слоев платы с
исп. ПО - PCB CAD  

Сверление отверстий в
заготовке с применением 
обрабатывающего центра 

Мех. очистка заготовки 

Нанес. пленочн. фоторезиста 

Базирование заготовки и
шаблона  

Засветка фоторезиста на
устан. экспонирования 20 сек 

Проявка фоторезиста
3 – 5 мин при 30oC 

Струйная отмывка
15 секунд 

Травление меди
6 – 8 мин при 45oC 

Струйная отмывка
15 секунд 

Удаление фоторезиста
2 – 3 мин при 50oC 

Струйная отмывка
15 секунд 

Мех. очистка  
платы 

Струйная отмывка
15 секунд 

Осаждение олова
10-15 мин при 20oC – 25oC 

Горячая отмывка (50 – 55оC) 
споласкивание в хол. воде
Сушка платы – 45 сек 

Вырубка платы 
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Струйная отмывка
20 секунд 

Изготов. шаблона с исп. 
маркера, лазерного принтера

или фотоплоттера 
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Промывка 
30 секунд 

Струйная отмывка
30 секунд 

Катализатор  (888) 
4 мин при 45oC 

Струйная отмывка
30 секунд 

Удаление солей (580) 
1 мин при 35oC 

Струйная отмывка
30 секунд 

Наращивание меди (9711) 
36 мин при 20oC – 30oC 

Струйная отмывка
15 секунд 

Сушка платы 

Тел.: +38 03737 319-93 
Моб.: +38 (066)6621340, +38 (067)8666489
Факс: +38 03737 313-01
E-Mail: amth.ukraine@gmail.com або info@amth.de
http://www.amth.de


